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本课程主要以介绍电子产品生产制作的基础知识为切入点，并以现在最实用的 SMT
生产工艺为主线，以“理论知识+项目实践”相融合的方式组织教学，内容主要包括 PCB 绘

图及 PCB 制版工艺实训、科瑞特覆铜板钻孔机实训操作、科瑞特激光雕刻机实训操作、 SMT
生产准备、SMT 锡膏印刷操作、SMT 贴装操作、SMT 再流焊接操作、SMT 检测操作及 SMT
返修操作等。

详细介绍常用电子产品制作的基础知识，重点讲解电子产品制作常用工具和仪表的使

用、电子产品印制电路板的制作、电子产品制作的焊接技能、电子产品的组装与调试、电子

产品质量和可靠性控制。

课程注重引导学生在实践中培养动手能力，在操作中理解相关理论知识，使学生由表及

里、由浅入深、循序渐进地学会电子产品制作必备的基本知识。进一步提高学生对知识的应

用能力。本课程采用项目式并分任务进行讲解，然后再进行强化实训。着重于对学生实际应

用能力的培养，将职业场景引入课堂教学，因此可以让学生提前进入工作的角色。

SMT 一般指 SMT 贴片。SMT 贴片指的是在 PCB 基础上进行加工的系列工艺流程的简称，

PCB（Printed Circuit Board)为印刷电路板。SMT 是表面组装技术（表面贴装技术）（Surface
Mounted Technology 的缩写），是电子组装行业里最流行的一种技术和工艺。SMT 被誉为 20
世纪末电子生产技术的第三次革命。近年来，随着我国经济的快速发展，电子制造产业得到

了迅猛发展，我国正在从制造大国走向制造强国。作为电子制造业技术应用最为广泛的主流

技术，我国 SMT 技术规模不断扩大，企业 SMT 人才需求旺盛，掌握 SMT 基本理论并具

备 SMT 生产基本实践能力，是高等职业院校电子类相关专业学生和电子制造业从业者必备

的专业素质之一。

本课程按 18 周教学进行教学安排，如果遇到教学需要，将作相对应的调整。

项目 1 SMT 生产准备

知识目标：

理解 SMT 与 THT 的区别；

掌握 SMT 生产组及生产线；

理解电路板的不同组装方式；

掌握 SMT 工艺流程设计方法；

理解 SMT 生产环境要求；

理解表面组装元器件的特点；

熟悉常见表面组装元器件名称、外形、尺寸、标注等信息；

掌握表面组装元器件包装形式；

理解表面组装印制电路板的设计原则；

理解 5S 管理的内容和方法；

掌握静电防护方法；

理解 SMT 生产人员的组成；



理解 SMT エ艺文件的编写；

能力目标：

能够区分 SMT 和 THT；
能够合理设计 SMT 工艺流程；

能够读懂元器件的外形和包装形式；

能够根据生产要求设计表面组装印制电路板；

能够掌握静电防护措施；

能够明确 5S 管理的实施步骤；

能够编写工艺文件；

重点难点：

SMT エ艺流程设计；

表面组装元器件的名称、外形、尺寸和标注；

表面组装印制电路板设计原则；

SMT 生产过程中静电防护；

工艺文件的编写；

学习方法：

结合 SMT 生产实训工厂和典型产品案例进行学习；

借助网络资源，加深对 SMT 的了解。

项目 2 SMT 锡膏印刷操作

知识目标：

掌握焊锡膏的组成及分类；

掌握焊锡膏的特性及使用方法；

了解模板的制作工艺；

掌握模板的设计方法；

掌握印刷工艺的过程及参数设置；

掌握印刷机的操作方法；

掌握印刷常见的缺陷；

能力目标：

能够正确选用和使用焊锡膏；

能够正确设计模板的开口尺寸；

能够根据生产实际，正确设置印刷参数；

能够正确操作印刷机；

能够针对印刷的缺陷，分析原因并提出解决办法；

重点难点：

焊锡膏的使用方法；

模板的设计方法；

点印刷机操作方法；



印刷操作参数的设置；

常见印刷缺陷及产生原因；

学习方法：

结合焊锡膏实物学习焊锡膏的特性和使用方法；

结合模板实物学习模板的开口设计；

结合印刷机学习印刷机的操作方法；

通过实际生产操作，掌握印刷工艺常见的问题及解决措施。

项目 3 SMT 贴装操作

知识目标：

掌握表面贴装工艺过程及工艺控制；

掌握贴片机的特性；

掌握贴片机的编程方法；

掌握贴片的常见缺陷及原因分析；

掌握贴片机的操作方法及喂料器的使用方法；

能力目标：

能够正确编写贴片机的程序；

能够正确操作贴片机；

能够对贴片机的程序进行优化；

能够对贴片机的缺陷进行分析，并提出解决办法；

重点难点：

贴片机程序编写及优化；

贴片机操作方法；

贴装工艺的常见缺陷及原因分析；

学习方法：

结合贴片机学习贴片机程序编写和操作方法；

通过实际操作，掌握贴装工艺的常见问题及解决办法。

项目 4 SMT 再流焊接操作

知识目标：

掌握回流焊工作原理及工艺流程；

掌握回流焊温度曲线构成及各部分作用；

掌握温度曲线测定方法；

掌握回流焊机参数设定及操作方法；

掌握回流焊工艺常见缺陷及原因分析；

能力目标：

能够测定回流焊温度曲线并进行参数优化；

能根据生产要求，设置回流焊机温度；

能够对常见回流焊缺陷进行分析并提出解决办法；

能够掌握回流焊机操作方法；

重点难点：



回流焊机程序编写及优化；

回流焊机操作方法；

回流焊工艺常见缺陷及原因分析；

学习方法：

结合回流焊机学习回流焊机操作方法；

通过实际操作，掌握回流焊工艺常见问题及解决办法。

项目 5 SMT 检测操作

知识目标：

了解表面组装检测工艺的目的；

掌握表面组装检测方法；

掌握表面组装检测设备的使用方法；

掌握表面组装检测标准；

熟悉检测设备的选用；

能力目标：

了解表面组装检测工艺的目的；

掌握表面组装检测方法；

掌握表面组装检测设备的使用方法；

掌握表面组装检测标准；

熟悉检测设备的选用；

重点难点：

各种表面组装检测设备的使用；

表面组装检测标准；

学习方法：

通过视频掌握表面组装设备的操作方法；

学习行业文件掌握表面组装检测标准。

项目 6 SMT 返修操作

知识目标：

了解表面组装返修工艺的目的；

掌握各类元器件的返修方法；

掌握各种返修工具的使用方法；

能力目标：

能够熟练使用各种返修工具；

能够对不同的元器件进行返修；

能够对 BGA 进行返修；

重点难点：

各类元器件的返修方法；

各种返修工具的使用方法；

BGA 的返修；

学习方法：

通过多练习，熟练掌握各种返修方法操作。

项目 7 实践操作



PCB 绘图及 PCB 制版工艺实训

SMT 生产操作实训

科瑞特覆铜板钻孔机实训操作

科瑞特激光雕刻机实训操作

本门课程成绩： 期末考核成绩占 70%+平时成绩占 30%
参考教材为：《SMT 生产工艺项目化教程》


